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　　在2000年到2004年的4年间，我国集成电路产量和销售收入的年均增长速度超过30%，是同期全球最高的。2004年集成电路产量达211亿块，提前一年达到“十五”计划的目标，销售额达到545.3亿元，比2003年大幅增长55.2%，增幅比前一年提高了24个百分点。中国集成电路产业规模在这4年间扩大了3倍，其在全球集成电路产业中所占份额也由2000年的1.2%提高到3.7%。中国已经成为全球集成电路产业发展最快的地区之一。 

　　行业发展呈现三大特点 

　　今年是国家“十五”计划的最后一年，回顾近几年中国集成电路产业的发展，有以下几个特点： 

　　一是集成电路设计、芯片制造与封装测试三业竞相发展。总结前几年的经验并结合国内企业特点，业界形成了“以IC设计业为先导，IC制造业为主体”的发展战略思想。IC设计业在近几年取得了长足的发展。2004年设计业销售收入比2003年增长81.5%，达81.5亿元，销售收入过亿元的设计企业已经达到17家，其中两家超过5亿元。芯片制造方面，随着中芯国际、上海华虹NEC、和舰科技、上海先进和宏力半导体等一批芯片生产线的建成投产和扩产，芯片制造业销售额2004年成倍增长，全年芯片制造业共完成销售收入181.24亿元，与2003年相比其规模扩大了l.9倍。封装测试业近几年一直保持了平稳较快增长的势头。2004年，有多个封装测试企业扩大生产规模，并有若干新建项目建成投产，封装测试业全年销售收入达到282.56亿元，比2003年增长15.8%。 

　　二是在规模快速扩大的同时，技术水平迅速提高。集成电路制造技术水平经历了2000年的0.35微米8英寸制造线的建设，到2004年中芯国际北京12英寸线建成投产,少数先进生产线的制造技术已提升到0.18微米乃至0.13微米。国内封装企业,在先进封装形式的开发和应用方面也取得了显著成果。设计企业的业务活动已经从芯片设计扩展到系统解决方案、硅知识产权(IP)的交换交易、IC设计服务、测试，直到产品营销。一批企业已具备0.13微米～0.25微米的设计开发能力，可以自主设计开发几百万和上千万门水平的集成电路。 

　　三是“中国芯”的开发和产业化取得了突破性的进展。一大批具有自主知识产权的芯片，从多个CPU、DSP芯片到数字视频和3G通信芯片都已开发成功，特别是去年第二代身份证芯片和数字多媒体芯片、MP3芯片等都成功地实现了产业化。 

　　这些进展与科技部“863”计划以及信息产业部“中国芯”工程的大力推动密不可分。全国7个集成电路设计产业化基地，以及后来7加1的香港科技园建成并投入运转，有力地促进了我国IC设计业的快速成长。 

　　中国集成电路产业经过4年的发展，在规模和技术上都已跨上了一个新台阶，成为有一定规模的高成长性产业。 

　　近几年中国集成电路产业的迅猛发展离不开市场需求的强劲拉动。中国电子信息制造业规模不断扩大，计算机、消费电子、网络通信、汽车电子等主要需求领域都呈现出了高速增长的势头。2004年，中国电子信息产业销售收入达到2.65万亿元，比2003年增长40%，集成电路市场规模已经达到2908亿元，同比增长40.2%，高于去年全球增幅12个百分点。 

　　产业与市场充满商机 

　　2004年中国手机产量已经达到2.3亿部，占全球的40%强，计算机产量4300万台，彩电产量7400万台，均为全球第一。目前中国已经拥有全球最大的固定电话用户和移动电话用户群，2004年二者分别达到3.16亿户和3.34亿户，而互联网上网人数也达到9500万人。面对蓬勃发展的中国集成电路产业与市场，国内外半导体企业都在积极谋求自身的发展。 

　　经过不断的积累和开拓，中国半导体企业正在走上发展壮大之路。中芯国际已跃居全球第4大芯片代工厂，华虹NEC已成为全球第7大芯片代工厂；大唐微电子等一批设计企业正在向1亿美元销售额的目标迈进；南通富士通、长电科技等封装测试企业都正在努力向世界先进水平靠拢。面对发展迅速且潜力巨大的国内市场，目前国内企业的市场占有率尚不足20%。可以说，中国企业有着巨大的发展空间。 

　　跨国公司也在不断增强对中国市场的重视程度，目前已经有多家跨国半导体公司将亚太总部迁往国内或是在国内新设立了区域总部。中国作为亚太地区最重要的半导体市场，跨国公司在这里可以找到难得的市场机遇。通过在中国设立合资独资企业或建立研发中心，跨国公司可以更好地融入到国内信息产业的发展当中，并分享其发展所带来的效益。 

　　国内集成电路行业的蓬勃发展也得到了创业资本的极大关注。近几年先后有杭州士兰、江苏长电、中芯国际、华润上华等10多家半导体企业在境内外上市。根据统计资料显示，2004年国内集成电路行业的风险投资总额达到4.24亿美元，主要集中在IC设计领域，共有超过30家IC设计企业获得总计3.53亿美元的投资，同时IC行业产业链的相关领域也受到了一定关注。中国集成电路产业与市场充满商机，投资公司可以期待获得高额的回报。 

　　上游的设备材料业严重滞后，IC企业与处于下游产业的整机企业缺少一种战略合作关系，一直是制约国内集成产业发展的两大瓶颈，而需要突破瓶颈本身也正意味着发展机会。我们认为，今后几年内，半导体设备、材料企业以及系统解决方案提供企业在中国将有巨大的发展空间。 

　　中国仍是全球亮点 

　　从全球看，对于2005年世界半导体市场，不同机构有着不同的估计，但是不争的事实是当前市场低迷。我们希望下半年能恢复增长，乐观的估计是今年实现个位数的增长或零增长。 

　　从中国市场的情况来看，预计未来几年仍将以年均30%左右的速度发展，这主要是基于以下四点考虑：首先,中国信息产业的持续快速发展将为集成电路提供稳定的市场。根据信息产业部提出的今年宏观发展目标，2005年电子信息产业销售收入3.4万亿元，比2004年增长28.3%；通信业务总量1.25万亿元，发展固定电话和移动电话用户1.03亿户，集成电路的市场前景广阔。第二,若干新项目和重大工程的启动将创造大量新需求。例如：信息产业部已表示，要适时提出发展3G的决策建议；数字高清电视标准即将发布，随着2008年北京奥运会的临近，必将带动数字高清和平板电视的大发展。数字消费电子产品是当前发展的热点，最近“高密度激光视盘系统技术规范”的制订，也将促进有关产品的普及推广。第三,全球电子信息产品制造业向中国转移的趋势仍将继续。第四,信息产业是我国国民经济的支柱产业，要建设电信强国电子强国，必须加强关键元器件的研发和产业化，中国政府对集成电路产业的发展必将继续给予大力支持。当然，全球市场的低迷也必然会影响到国内市场的成长。综合考虑这些有利和不利因素，预计2005年中国集成电路市场的增幅将回落到20%-30%，规模将为3500亿元-4000亿元。 

　　关于产业发展，一方面，中国半导体产业已与全球产业息息相通，全球产业发展减缓将会带来巨大的压力，但另一方面，国内市场需求拉动与全球半导体领域产业转移仍将推动产业高速发展，特别是一批项目将在今年投产扩产，因此预计2005年仍将继续保持30%以上的高增长，产销收入将超过650亿元。可以说，中国仍将是2005年全球集成电路产业与市场的发展亮点。 


